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を 4 つのモードに分類している。また、超音波振動子の振動方向を、チップ及び基板と 45 度傾ける方法
を提案し、接続信頼性の高さを接続モードの分布から明らかにしている。更に、はんだなどを用いず
に、銅ピラーを基板の銅リードに直接金属接合するための実験を行い、高さ 40μm の銅ピラーで 100℃
の低温での銅-銅の超音波接合に成功している。応力シミュレーションと引き剥がし法による評価から
有効性を明らかにしており、学術上意義ある結果が得られている。世界的に新規性があり、かつ論文の
形式や表記が適切で、実験の精度や記述も明確なことから、本論文は学位論文に値すると判定される。
